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CIRCUIT ELECTRON! QUE AUTOCOLLANT 



La presente invention concerne la fixation de circuits 
electroniques . 

Des etiquettes portant des indications lisibles par un 
periphgrique d'ordinateur, comme un code barre lisible par un 
5 analyseur optique, sont recemment apparues. Un tel systeme permet 
d 1 identifier rapidement un produit etiquet6. Pour lire une eti- 
quette, il f aut qu 1 elle soit en face de 1 1 analyseur, ce qui 
inplique une manipulation du produit dont on veut lire l 1 eti- 
quette. Enfin, les informations contenues dans le code barre ne 

10 sont pas modif iables . 

Une etiquette electranique ccnportant une antenne connectee 
a une puce permet , au moyen d 1 une antenne electromagnet ique 
couplee a un systeme d'ordinateur, de lire et ecrire des informa- 
tions dans la puce . II n 1 est pas necessaire que 1 1 etiquette 

15 electronique soit en face de 1' antenne pour que l'echange d 1 in- 
formation soit possible. Ce type d' etiquette presente de nombreux 
avantages car on peut y memoriser une grande quantite d 1 informa- 
tions reinscriptibles immediatement , sans pour cela devoir 
manipuler l'objet dont on lit l 1 etiquette. Cependant, les dispo- 

20 sitifs electroniques classiques comportant une puce sont 
generalement trop rigides, trop epais et trop couteux pour per- 
mettre de realiser une etiquette electronique robuste, peu 
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enco^rante et ton march*. De plus, la fixation de Etiquette a 
1' ob jet est tou jours un probleme. 

La presente invention permet de produire simplement a 
faible cout des etiquettes electroniques autocollantes souples, 
minces et faciles a poser, par machine ou manuellement . ^ 

Pour atteindre cet objet, la presente invention prevoit 
un circuit electronic^ cotnprenant une embase plane, une antenne 
fixee sur une premiere face de 1'embase, une puce connectee a 
1- antenne et un adhesif double face colle sur 1'une des faces de 
!■ embase, une decoupe etant menagee dans 1- adhesif double face et 
la puce etant disposee au rroins partiellement dans ladite decoupe. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la puce est oolite sur la premiere face de 1'embase et reliee a 
!■ antenne par des file de connexion, les fils et la puce etant 
15 reconverts d'une goutte de resine. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la face gravee de la puce est tournee vers la premiere face de 
1-embase, et la puce est connectee a 1' antenne par des billes de 

soudure . . 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 

la face gravee de la puce est tournee vers le dos de la premiere 
face de 1'embase, la puce est placee dans une decoupe pratiquee a 
travers' 1'embase et la puce est connectee a 1- antenne par des 
billes de soudure, la puce etant fixee a 1'embase par une goutte 

25 de resine. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la face gravee de la puce est tournee vers le dos de la premiere 
face de 1'embase et la puce est connectee a 1' antenne par des 
billes de soudure situees dans des decoupes de connexion traver- 
sal 1'embase, la puce etant fixee a 1'embase par une goutte de 
resine . 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
1'embase est constitute d'une feuille souple. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la face de 1'embase ne recevant pas 1' adhesif double face est 
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prevue pour recevoir 1 1 impression d'un motif, d'un texte ou d'un 
code. 

La presente invention vise egalement un procede de fa- 
brication d 1 un circuit electronique tel que susmentionn§, qui 
5 comprend les Stapes suivantes : former un rectangle d 1 adhesif 
double face cotrprenant une decoupe, coller le rectangle d 1 adhesif 
sur un film protecteur de conditionnement , decoller le rectangle 
d 1 adhesif du film protecteur, et 1' assembler sur l'erribase. 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 
10 d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans 
la description suivante de modes de realisation particuliers 
faite a titre non-limitatif en relation avec les figures jointes 
parmi lesquelles : 

la figure 1 represente une vue de dessus d'une eti- 
15 quette selon un premier mode de realisation de la presente 
invention ; 

la figure 2 represente une vue en coupe de l 1 etiquette 
de la figure 1 ; 

la figure 3 represente une vue de dessus d'une eti- 
2 0 quette realisee selon un deuxieme mode de realisation de la 
presente invention ; 

la figure 4 represente une vue en coupe de 1 ! etiquette 
de la figure 3 ; 

la figure 5 represente une vue de dessus d'une eti- 
25 quette realisee selon un troisieme mode de realisation de la 
presente invention ; 

la figure 6 represente une vue en coupe de 1' etiquette 
de la figure 5 ; 

la figure 7 represente une vue de dessus d'une eti- 
30 quette realisee selon un quatrieme mode de realisation de la 
presente invention ; 

la figure 8 represente une vue en coupe de l 1 etiquette 
de la figure 7 ; 

la figure 9 represente une vue en coupe d ! une etiquette 
35 selon un cinquieme mode de realisation de la presente invention ; 
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la figure 10 illuatr* un precede de fabrication d'eti- 
quettes electronics autccollantes selon un ncde de realisatxon 

de la presente invention ; et *-,. 4 ^ 
la figure 11 represente schematiquement un condxtxon- 

nement final d- etiquettes selon la presente invention. 

Les memes references descent de n^s elements dans 
le s diverses figures. Les figures 1 et 2 represented en we de 
dessus et en coupe une etiquette 10 selon un premxer mode de 
Causation de la presente invention. Cette etiquette cc^rte 

Z TZ* - *~ p- «- «— de colle 13 sur T pr Ti e a 

face d-une ernbase 14. Une antenne 16 est egalement fxxee a la 
premiere face de Lembase !4. La puce 12 est relive electrxque- 
Lt a 1'antenne 16 par des fils de connexion 18. La puce et les 
filB sont pris dans une goutte de resine de protection 19. On 
designera par la suite par "adhesif double face" un se^U. 
ruban plastique trait* de maniere classique pour etre adhesxf sur 
ses deux faces, ou une bande de colle solide. Une premxere face 
d-un adhesif double face 20 perce d'une decoupe 21 est collee sur 
la premiere face de 1' ernbase 14 de maniere a recouvrir la pre- 
• 0 miere face a 1- exception du voisinage de la goutte de resxne 19, 
' sit ue dans la decoupe 21. Une feuille pelable 24 recouvre la 
seconde face de 1' adhesif double face 20. 

La puce 12 peut etre collee a 1' ernbase au moyen d une 
colle, epoxy ou autre, et les fils de connexion 18 peuvent etre 
25 fixes par une machine classique de cablage. L ' antenne 16 peut 
etre formee sur !■ ernbase de maniere connue par depot metallxque 
puis gravure.. La goutte de resine peut etre formee par enrobage, 
par moulage, ou par cloisonnement . L'embase 14 est en une matxere 
souple de faxble epaisseur, par exemple un morceau de feuxlle de 
30 polyester. 

L 1 adhesif double face est plus epais que la goutte de 
resine et il constitue a la fois la partie adhesive de !■ eti- 
quette autocollante et le boxtier protectee de la puce 12 
L-adhesif double face est realise en matxere souple legerement 
35 elastique pour que !• etiquette autocollante soxt propre a etre 
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collee sur une surface non plane, et soit resistante aux vibra- 
tions et aux chocs. La colle dont l'adhesif double face est 
enduit est une colle forte permettant un collage durable et sur. 
On pourra utiliser des adhesifs double face couramment dispo- 
5 nibles dans le commerce, par exeitple aupres de la societe 3M, 
sous le nom VHB . 

A titre d'exemple, I 1 epaisseur de l'enibase 14 peut §tre 
de 75 \sm, celle de l'antenne 16 de 17 pm, celle de la colle 13 de 
20 pm, celle de la puce 12 de 130 pm, celle de la goutte 19 de 

10 300 pin et celle de l'adhesif double face 20 de 400 |Jm. Ainsi, 
selon ce mode de realisation, l 1 etiquette 10 a une epaisseur 
d 1 environ 500 |Jm. L 1 epaisseur de l'adhesif double face 20 est ici 
tres superieure a la hauteur de la goutte 19 pour qu'une varia- 
tion de la hauteur de la goutte lors de sa formation puisse etre 

15 toleree. 

Les figures 3 et 4 representent en vue de dessus et en 
coupe une etiquette 10 selon un deuxieme mode de realisation de 
la presente invention. Dans ce mode de realisation, les fils de 
connexion 18 et la puce 12 sont proteges par une goutte de resine 

20 22 formee en renplissant la decoupe 21 de resine. La formation de 
la goutte 22 est ici plus rapide que selon le mode de realisation 
precedent. En effet, les procedes de formation de la goutte 19 
cites en relation avec les figures 1 et 2 sont lents, alors qu'il 
suffit ici de renplir la decoupe 21 de resine. Dans ce mode de 

25 realisation, en plus des fonctions mentionnees precedemment , la 
decoupe 21 dans l ! adhesif double face sert a limiter l ! etalement 
de la resine, qui peut etre choisie tres fluide. 

Les figures 5 et 6 representent en vue de dessus et en 
coupe une etiquette 10 selon un troisieme mode de realisation de 

30 la presente invention. La face avant ou face gravee de la puce 
12, c'est-a-dire la face ayant regu les divers traitement desti- 
nes a la formation d'un circuit integre en technologie planar, 
est placee contre la premiere face du support 14 selon un mode de 
montage dit flip-chip, de maniere a etre connectee electriquement 

35 a l'antenne 16 par 1 1 intermediaire de billes de soudure 26. Une 
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couronne de resine 23 est formee sur le pourtour de la puce de 
naniere a sceller la puce 12 sur 1'embase 14. Ce mode de realisa- 
tion necessite un assemblage par billes de soudure, delicat a 
realiser, mais il permet de diminuer 1' epaisseur de 1- etiquette 
10. 

A titre d'exemple, on considere que 3_es billes de sou- 
dure ont une epaisseur sensiblement constante de 20 Mm, et qu'on 
peut prevoir une marge de 10 urn seulement pour- la profondeur de 
la decoupe 21. Avec une epaisseur de puce 12 de 180 Mm, on peut 
utiliser un adhesif double face d'une epaisseur de 210 urn. Si 
1- epaisseur totale de 1'embase 14 et de 1 'antenna 16 est proche 
de 95 Mm, on obtient une etiquette 10 d'une epaisseur proche de 

300 Mm seulement. 

Les figures 7 et 8 represented en vue de dessus et en 
15 coupe une etiquette 10 selon un quatrieme mode de realisation de 
la presente invention. L'antenne 16 est ici sit^ee sur la face de 
1-embase 14 qui n'est pas recouverte par 1' adhesif double face 
20 En outre, 1'embase 14 est traversee par une decoupe 21 qui 
prolonge sensiblement la decoupe 21 de 1' adhesif double face 20. 
20 La puce 12 est situee dans la decoupe 21, tournee face gravee 
vers le dos de l'antenne 16 et connectee au dos de l'antenne par 
des billes de soudure 26. La decoupe 21, dans 1'embase 14 et 
1- adhesif double face 20, est remplie par une goutte de resine 
22. Ce mode de realisation necessite une decoupe 21 de 1'embase 
25 puis une connexion par billes de soudure, qui sent des operations 
delicates, mais il permet de diminuer l« epaisseur de 1« etiquette 
10. 

A titre d' example, si 1« epaisseur cle 1'embase est de 
75 Mm, 1- epaisseur de l'antenne proche de 20 urn, si 1' epaisseur 
30 de la puce 12 est de 180 Mm, et si 1' epaisseur des billes de 
soudure 26 est d' environ 20 urn, on peut utiliser un adhesif 
d- environ 135 Mm et obtenir une etiquette 10 d'une epaisseur 
proche de 230 Mm. Cette epaisseur est sensiblement celle d'une 
etiquette autocollante non electronique classigue. 




La figure 9 representee en coupe une etiquette 10 selon 
un cinquieme mode de realisation de la presente invention. L'an- 
tenne 16 est situee sur la mime face de I'embase 14 qu'en figures 
7 et 8. La puce 12 est situee dans la decoupe 21 de l 1 adhesif 
5 double face 20, tournee face gravee vers le dos de l 1 antenne 16 
et connectee au dos de l 1 antenne par des billes de soudure 26 a 
travers des decoupes de connexion 25 pratiquees dans l'eiribase 14. 

La figure 10 illustre un procede de fabrication d 1 eti- 
quettes autocollantes selon le mode de realisation decrit en 

10 relation avec les figures 3 et 4 . Uhe s6rie d 1 antennes (non 
representees) a ete formee sur une bande index^e mecaniquement 28 
destinee & etre decoupee en une serie d'embases. Une puce 12 a 
ete collee au niveau de chaque antenne sur la bande indexee, qui 
est fournie a une machine de laminage 30 . La machine regoit 

15 egalement un adhesif double face 20 recouvert d'un film protec- 
teur 24 sur ses deux faces. Un capteur 32 repere la position de 
chaque puce 12 et commande un poingon 34 pour former dans 1 1 adhe- 
sif double face une decoupe 21 correspondant a cette position. Le 
film protecteur 24 est retire d ! une premiere face de l 1 adhesif 

20 double face 20 decoupe, qui est lamine et coll§ sur la bande 
index§e . Chaque puce 12 est ensuite connectee a 1 1 antenne cor- 
respondante par des fils de connexion (non representes) , a la 
suite de quoi la decoupe 21 est remplie par une goutte de resine 
(non representee) . Apres assemblage des etiquettes , la bande 

25 indexee est coupee pour former les etiquettes, chaque etiquette 
est testee electromagnitiquement et les etiquettes fonctionnelles 
sont separees de leur pellicule de protection pour etre placees 
sur une bande de conditionnement . 

Une variante de procede de fabrication consiste a uti- 

30 liser des rectangles d 1 adhesif double face 20 predecoupes 
( separ^s les uns des autres et corrportant la decoupe 21) , par 
exemple par le fabricant d 1 adhesif. Les rectangles d 1 adhesif 
doioble face 20 sont alors livres maintenus ensemble par une bande 
de film protecteur 24, et ils sont decolles un a un du film 

35 protecteur, par une machine ou par un operateur, pour etre colles 
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aux embases. Les etiquettes pourront alors etre fabrxquees selon 
le mode de realisation des figures 1 et 2. Dans ce cas, on for- 
nera les connexions 18 et la goutte de resine 19 de protectxon de 
la puce et des connexions avant de coller Vadhesif double face 
sur 1'embase 14. Le test electromagnetique de chaque puce 12 
connectee peut ainsi avoir lieu avant de coller 1'adhesif double 
face, ce qui implique qu'une piece defectueuse rejetee represente 
une perte tnoins importante. On pourra egalement selon cette 
variante fabriquer les etiquettes des figures 3 a 9. 

La figure 11 represente une bande de conditionnement 36 
comportant des etiquettes 10 dont la seconde face a ete recou- 
verte d'un logo ou d'un code 38, pretes a la comnercialisatxon. 

Bien entendu, la presente invention est susceptible de 
diverses variantes et modifications qui apparaxtront a 1'hoome du 
metier. On peut par exemple dans le mode de realisation des 
figures 1 et 2 former une cavite dans la tnoitie superieure de 
1-epaisseur de l> abase 14 pour recevoir la puce 12, et amsi 
diminuer l-epaisseur de 1- etiquette et faciliter la formation de 
la goutte 19. D 1 autre part, la face de 1-embase qui n-est pas 
collee a l'adhesif double face peut etre peinte ou inprimee ou 
etre recouverte d'une matiere facile a peindre ou a imprxmer. 
D- autre part, les descriptions precedentes concernent des etx- 
quettes autocollantes , mais la presente invention peut egalement 
s-appliquer a tout circuit electronique autocollant , par exemple 
un capteur. A ce titre, on peut par exemple dans le mode de 
realisation des figures 7 et 8, remplacer la resine de protection 
22, classiquement opaque, par une resine de protection transpa- 
rente si la puce comporte des circuits sensibles a la lumxere 
tels que des circuits photovoltaxques ou a couplage de charge. On 
pourra alors donner a une partie de la goutte de resine 22 la 
forme d'une lentille pour une meilleure reception de la lumxere 
par la puce. 




REVEND I CATIONS 

1. Circuit electronique corrprenant une embase plane 
(14), une antenne (16) fixee sur une premiere f ace c3e l f embase et 
une puce (12) connectee a 1" antenne, caracterise en ce qu'un 
adhesif double face (20) est colle sur 1* une des facets de l 1 embase, 

5 une decoupe (21) etant menag§e dans 1' adhesif dooble face, la 
puce etant dispos£e au moins partiellement dans ladite decoupe. 

2. Circuit electronique selon la revendi cation 1, ca- 
racterise en ce que la puce est collee sur la premiere face de 
1' embase et relive a 1" antenne par des fils de connexion (18), 

10 les fils et la puce etant recouverts d , une goutte c3e resine (19, 
22) . 

3. Circuit electronique selon la reven&L cation 1, ca- 
racterise en ce que la face gravee de la puce est tournee vers la 
premiere face de 1' embase, et en ce que la puce est connectee a 

15 1' antenne par des billes de soudure (26) . 

4. Circuit electronique selon la revendi-cation 1, ca- 
racterise en ce que la face gravee de la puce est t-ournee vers le 
dos de la premiere face de 1' embase, en ce que la p^uce est plac§e 
dans une decoupe (21) pratiquee a travers lambaste et en ce que 

20 la puce est connectee a l 1 antenne par des billes d&r soudure (26), 
la puce etant fixee a 1 1 embase par une goutte de resine (22) . 

5. Circuit Electronique selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que la face gravee de la puce est t_ournee vers le 
dos de la premiere face de l f embase et en ce qu_e la puce est 

25 connectee a l 1 antenne par des billes de soudure (2S) situees dans 
des decoupes de connexion (25) traversant l 1 embase (14), la puce 
etant fixee a I 1 embase par une goutte de resine (22 ) . 

6. Circuit electronique selon l'une cguelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que 1' embase (14) 

30 est constitute d'une feuille souple. 

7. Circuit electronique selon l'une cguelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce quae la face de 
1' embase ne recevant pas 1' adhesif double face e^st prevue pour 
recevoir I 1 impression d ! un motif, d f un texte ou d'mn code (38) . 
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8. Precede de fabrication d'un circuit selon la reven- 
dication 1, caracterise en ce qu'il cooprend les etapes sui- 

vantes : 

former un rectangle d'adhesif double face (20) compre- 

nant une decoupe (21) , 

coller le rectangle d'adhesif sur un film protecteur 

(24) de conditionnement, 

decoller le rectangle d'adhesif du film protecteur, et 

!• assembler sur l'embase (14). 




Fig 2 




Fig 4 




Fig 6 




Fig 8 
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Fig 11 



